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■ 适合新材料的化学镀铜工艺 
马明诚 译 

Electroless Copper Process for New M aterials 

1 前言 

近年来，伴随着以数字照相机为首的电子电器产 

品的小型化、多功能化，对印制电路板的需求也越来 

越多样化 。由于挠性印制板可充分利用有效空间设计 

并具有高密度、耐高频的性能特点，其需求急剧增加。 

挠性印制板特别刚挠结合印制板所采用的材料种 

类繁多，往往又都是复合材料，化学镀铜难度高，这 

就是要求所用的化学镀铜药品应提高某些附加性能。 

以次，本公 司针对适合印制板所用新材料而开 

发 了ATS(Advanced Technology Solution)系列化 

学镀铜药品工艺。ATS系列包括化学镀铜的前处理 

剂，新的 ATS化学沉铜镀 液系列 以及使用该类化学 

镀铜液的化学镀铜工艺。 

2 ATS—IW化学镀铜工艺 

ATS．IW 工艺是以刚挠印制板为中心而开发的化 

学镀铜工艺。专为本工艺所新开发的产品有：镀铜前 

处理剂ATS—PIW 预调整剂和 ATS．CIW一2脱脂剂。 

ATS．IW 化学镀铜液。 

对刚挠印制板进行化学镀铜处理的最大问题就 

是铜的析出沉积和与基底的结合力受到聚酰亚胺薄膜 

基材种类的很大影响。由于聚酰亚胺材料的种类不 

同，在某些材料上的化学沉铜性很差，这是造成金属 

化孔内产生空洞的重要原因。另外 ，在某些类型聚酰 

亚胺薄膜表面，难于获得 良好结合力的化学沉铜膜 ， 

所以容易引起化学镀铜层的分层和剥落，从而使挠性 

印制板的可靠性明显降低。 

ATS．IW 化学镀铜工艺就是针对解决聚酰亚胺材 

料化学镀铜 问题而开发出来的工艺技术。 

现对化学镀铜各工艺流程 (表 1)叙述如下。 

Translator：M a Mingcheng 

表1 ATS—IW化学镀铜工艺流程和药品名称 

ATS．CIW 表面预调整剂是强碱性化学药 品，具 

有提高聚酰亚胺薄膜表面润湿性能的作用和粗化其表 

面使之成为微细凹凸的状态，从而起到提高化学沉铜 

与聚酰亚胺结合力的作用 。 

ATS—CIW一2是弱碱性和脱脂预处理剂，可充分去 

除聚酰亚胺薄膜表面的油脂和调整其表面 电荷以利于 

活化。它们与常规所使用的化学药品相比较，可以降 

低碱浓度，因此，可以抑制碱对聚酰亚胺的老化影响， 

具有对宽幅聚酰亚胺薄膜基材良好调整作用的特征。 

为进一步提 高化学沉铜与基板的铜箔表面 的结 

合力，还要进行酸洗一微蚀一酸洗一预浸钯预浸液 

一 钯活化液活化一速化 一用 ATS．IW 沉铜液镀铜， 

形成化学镀铜膜 。 

用过去常规化学镀铜液镀铜工艺进行镀铜场合 

下，镀铜层往往有分层及起泡 ，见图 1聚酰亚胺膜上 

的化学镀铜层 中的照片 1。在此种状态下进行下一步 

的硫酸铜 电镀铜，这是十分不妥的，将会成为产生 电 

镀不 良的重要原因之一 。 

而采用 ATS．IW 化学镀铜，可获得无镀层，起泡 
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： ATS—CT沉铜液 小孔径导通孔，积层多层印制板 

； 3．1 ATS沉铜液系列的特点 

： ATS系列沉铜液 的特点介绍如下。 

(1)无分层，起泡 。能够控制沉铜应力，可抑制 

沉铜层产牛分层、气泡。 

： (2)完仝无氰化物。 

： (3)无 EDTA。络合剂使用的是罗谢尔盐 (酒石 

： 酸钾钠)，降低对环境的影响，有利丁环境保护 

： (4)实现降低 甲醛用量。甲醛所用浓度 比过去的 

： 常规沉铜液 降低 70％ (与本公司的产 品相比)，减少 

： 对环境 的污染。 

； (5)沉铜液稳定。化学镀铜液稳定，操作性好， 

： 便十作业。 

： (6)利用添加，可长期使用。利用专用添加液，可 

’ 以长期稳定地工作 。 

： 3．2 ATS—I W沉铜液 

． ATS—IW沉铜液是专门为适合挠性印制板而开发 

： 来的化学镀铜液，与 ATS—rw工艺前处理剂组合起来使 

： 用，可最大限度地发挥其作用，取得最大效果，是ATS 

． ，  沉铜系列中最适合聚酰亚胺材料使用的化学镀铜液。 
4 n  

— —  ATS—IW 沉铜液是通过控制应力而不致产生镀铜 

： 层分层、起泡的。对于 以往 的化学镀铜液沉铜层是压 

： 缩应力，而 ATS沉铜层却是拉伸 力。见 2。 
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照片 3 ATS—VR沉铜液 照片 4 常 规 

图3压延铜箔上电镀铜外观(先化学镀铜后再电镀铜25um) 

3．4 ATS—CT沉铜液 

ATS—CT沉铜液是专门为半加成法生产积层多层 

印制板而丌发的产品。在 ATS系列中，是铜析出速 

度最快。进入微导通孔性能最优，沉铜层与积层树脂 

结合力最好的化学镀铜液。图 4是沉铜 液易于进入 

~50gm 导通孔内获得 良好镀层的照片。 

墼墩 ：*5Oltm t3Oltm 1￡覆 35~=C ]Stain 0 7u 

图4 ATS—CT沉铜液的析出性能 

4 结柬语 

本文所介绍的化学镀铜工艺的新药品 ATS系列， 

是在设定明确 目标下实施开发出来的。既有适合聚酰 

亚胺基材的，又有以往产品所不具有的可以改善电镀 

层外观特性的化学镀铜药品。 

目前 ，ATS系列 已经实际应用于生产并能发挥 

其性能特 点。希望今后 ATS系列化学镀铜液能在更 

广泛的范围内，能成为解 决新需求 的产品。 
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